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Resumo

O estudo da influéncia de dissipadores de calor em um circuito integrado L7805, utilizado
em uma placa de circuito impresso, consistiu na analise da variacdo da temperatura sobre
o dispositivo em trés experimentos. Inicialmente analisou-se 0 comportamento térmico
do circuito integrado ao alimentar uma determinada carga. Posteriormente, dois
dissipadores de calor distintos foram acoplados mecanicamente ao componente
eletrébnico. As resisténcias térmicas dos dissipadores utilizados foram estimadas de
acordo com o referencial tedrico e as variacdes de temperatura foram comparadas em
cada caso. O estudo mostrou que dissipadores de calor exercem significativa influéncia
no aquecimento do dispositivo, contribuindo para preservacao da vida Gtil do mesmo.
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Abstract

The study of the influence of heat sinks on an L7805 integrated circuit, used in a printed
circuit board consisted of the analysis of the variation of temperature on the device in
three experiments. Initially we analyzed the thermal behavior of the integrated circuit to
feed a given load. Subsequently, two separate heat sinks are mechanically coupled to the
electronic component. The thermal resistance of the heat sinks used were estimated
according to the theoretical framework and temperature variations were compared in each
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case. The study showed that heat sinks have a significant influence on the device heating,
contributing to the preservation of useful life.

Keywords: Heat Sink, Integrated Circuit, Voltage Regulator.

Introducéo

O aquecimento de componentes eletrénicos € um fator que deve ser levado em
consideragdo num projeto de confeccdo de placa de circuito impresso. Dependendo das
caracteristicas construtivas do componente a utilizacdo de temperaturas fora da faixa
suportada pelo dispositivo podem acarretar falha no funcionamento ou até mesmo o dano.

Reguladores de tensdo sdo normalmente utilizados no objetivo de manter constante
a tensdo de saida de fontes de alimentacdo lineares, sujeitas a variacdes de tensdo da rede
elétrica (WENDLING, 2009). Os reguladores de tensdao podem ser obtidos a partir de
componentes discretos (diodos zeners e transistores) ou utilizando circuitos integrados
(CI).

Os reguladores da série 78 XX sdo Cl utilizados para regular tensées positivas, com
capacidade maxima de corrente de 1 A. Estes reguladores possuem tensédo de saida fixa e
os dois Ultimos digitos representam a tenséo de saida do regulador. O regulador analisado
neste trabalho foi o modelo L7805, fabricado pela empresa STMicroelectronics com
tensdo de saida de 5 V.

A tecnologia de miniaturizacdo de componentes eletrdnicos traz enormes vantagens
em relacdo a portabilidade dos mesmos, porém esbarra num grande problema que € a
extracdo do calor gerado por efeito Joule devido circulacdo de corrente elétrica
(BASSANI et al., 2008). Em circuitos eletronicos integrados o calor decorrente do efeito
Joule € produzido na pastilha semicondutora, fluindo dai para ambientes mais frios, como
o encapsulamento do dispositivo e o ambiente. Este fluxo de calor depende de fatores
como o gradiente de temperatura e as caracteristicas térmicas dos meios e materiais
envolvidos (POMILIO, 2001). O aquecimento destes dispositivos pode interferir no
funcionamento do circuito ou danificar o componente. Portanto existe a necessidade do
uso de dissipadores de calor.

Os dissipadores de calor sdo fabricados em diversos perfis conforme necessidade
da aplicacdo. O material utilizado para confeccdo geralmente € o aluminio. Alguns
dissipadores colocam nucleos de cobre e entdo os envolvem em aluminio, a fim de
aumentar a eficiéncia térmica sem tornar o custo inviavel (GUIDO et al., 2010). Materiais
que possuem condutividade térmica elevada melhoram a troca de calor por condugédo
(BASSANI et al., 2008).

RETEC, Ourinhos, v. 10, n. 3, p. 60-65, jul./dez., 2017. 61



Dissipadores de calor sdo aplicados a circuitos integrados visando a remogéo do
calor gerado pelo funcionamento do dispositivo, garantindo a temperatura de operagéo
numa faixa confiavel. Neste trabalho, foi realizada a anélise da influéncia de dissipadores
de calor no aquecimento de um circuito integrado L7805, produzido pela empresa

STMicroelectronics, numa aplicacao especifica.
1 Materiais e métodos

Os testes experimentais foram desenvolvidos no Laboratério de InstalacGes
Elétricas e Manutencdo do Instituto Federal de Educacdo, Ciéncia e Tecnologia do
Espirito Santo, Campus Sdo Mateus. Nestes experimentos o Cl L7805 foi operado a
temperatura ambiente de 25 °C em trés situacGes distintas: a primeira condicdo de
trabalho, sem o uso de dissipador de calor. Nesta condi¢cdo optou-se por inserir no
terminal de entrada do CI uma tensdo de 8 V, tensdo esta que seria regulada e reduzida
pelo dispositivo para 5 V na saida e alimentar uma carga de 40,4 Q, consumindo-Se assim
0,12 A de corrente elétrica. Tais parametros foram adotados pois conforme recomendacéao
do fabricante, ao operar-se o L7805 sem dissipador de calor, a corrente elétrica ndo deve
ultrapassar 10% do valor da corrente maxima suportada pelo componente (1 A). Na
segunda e terceira situacGes a mesma tensdo de entrada e mesma carga alimentada foram
utilizadas, porém foram adicionados ao circuito dissipadores (A e B, respectivamente) de
dimensdes distintas reaproveitados de outros circuitos, conforme Figura 1.

Figura 1 - Dissipadores A e B, respectivamente, utilizados nos experimentos.
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Fonte: Autores, (2016).

Para obter um contato eficiente entre componente e dissipador, foi utilizado uma
pasta térmica. Geralmente, pastas térmicas sdo feitas de materiais com prata, 0 que
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maximiza a transferéncia de calor (GUIDO et al., 2010). O circuito foi montado numa

protoboard conforme diagrama representado na Figura 2.

Figura 2 - Diagrama de montagem do circuito.
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Fonte: Autores, (2016).
Os experimentos consistiram em tomadas instantaneas de temperatura lidas em um

multimetro com um termopar posicionado em um mesmo ponto do dispositivo a cada 30
segundos até a estabilizacdo da temperatura, quando também foi medida a temperatura
dos dissipadores num ponto mais préximo ao anteriormente citado. Com os dados obtidos
construiu-se um grafico Temperatura (°C) x Tempo (s) a partir do qual foi possivel
visualizar o comportamento térmico do regulador L7805 e atestar a influéncia do uso de
dissipador de calor neste dispositivo.

De acordo com Baruqui (2012), o célculo de dissipadores de calor torna-se simples
se o0 sistema é considerado em equilibrio térmico e as fontes de poténcia (fontes de calor)
constantes. Conhecida a poténcia em watts dissipada pelo dispositivo na forma de calor
(P), a diferenca da temperatura do dispositivo pela temperatura ambiente (TD — TA) em
°C, pode-se calcular a resisténcia térmica RT do dissipador em °C/W pela Equacéo 1.

(TD-TA)=RT.P (1)

A poténcia dissipada no Cl pode ser obtida pela Equagdo 2, onde V é queda de

tensdo no elemento de aquecimento (V) e | a corrente consumida (A).

P=V.I )
A corrente | pode ser calculada a partir da Equagéo 3.
I=Vc/Rc ©))

Onde, Vc é a tensdo sobre a carga (V) e Rc a resisténcia 6hmica da carga (Q).

2 Concluses
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A Figura 3 apresenta a partir dos dados registrados nos experimentos o
comportamento térmico do CI L7805.

Figura 3 - Diagrama Temperatura (°C) x Tempo (5).
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Fonte: Autores, (2016).

Apos a estabilizacdo da temperatura nos experimentos 2 e 3, as temperaturas
instantdneas registradas dos dissipadores foram muito proximas as medidas no CI. Os
experimentos foram realizados a temperatura ambiente de 25 °C. A carga consome
corrente elétrica de 0,12 A e a queda de tensdo sobre o regulador L7805 é de 3 V. De
acordo com os dados obtidos e as equacgdes 1, 2 e 3, estimou-se a resisténcia térmica dos
dissipadores utilizados, mostrada na Tabela 1.

Tabela 1 - Resisténcias térmicas estimadas dos dissipadores utilizados.

Dissipador Temperatura Resisténcia térmica

[°C] [*C/W]
A 38 35
B 28 8

Fonte: Autores, (2016).

3 Conclusoes

O uso de dissipadores € parte fundamental no projeto de circuitos eletrdnicos e
placas de circuito impresso. A auséncia da remocéo do calor gerado por componentes
eletrénicos em funcionamento pode causar a queima do componente ou interferir no

funcionamento.
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